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【57】申請專利範圍
1.　一種移送位置測量用試驗模型，適用於如下裝置之在半導體或顯示系統領域中使用的設
備：一保管盒，用於裝載檢測物件體；一物件體固定裝置，包括用於固定該檢測物件體

的一固定單元；以及一移送機器人，用於向該固定單元移送該保管盒中的該檢測物件

體，其特徵在於，包括：一模型本體，大小與該檢測物件體的大小相同；一針孔影像測

量部件，能夠識別或拍攝形成於該固定單元的多個引導針孔；以及一中央處理部件，用

於向預先準備的一影像處理電腦傳送由該針孔影像測量部件測量的資訊。

2.　根據申請專利範圍第 1項所述的移送位置測量用試驗模型，其中，該針孔影像測量部件
由用於分別測量在該固定單元形成的多個該引導針孔的多個針孔拍攝用攝影頭所構成，

在該針孔拍攝用攝影頭中預先設定有該引導針孔的識別範圍或拍攝範圍。

3.　根據申請專利範圍第 2項所述的移送位置測量用試驗模型，其中，該針孔拍攝用攝影頭
形成於該模型本體的一底部面，且被形成為與預先設定的該引導針孔的拍攝範圍對應，

並能夠拍攝該針孔拍攝用攝影頭與該固定單元相接觸的狀態。

4.　根據申請專利範圍第 1項所述的移送位置測量用試驗模型，其中，該針孔影像測量部件
包括一螢幕部件，該螢幕部件形成於該模型本體的一底部面，能夠與該固定單元相接

觸，通過座標值來輸出所接觸的部分。

5.　一種移送位置測量用試驗模型，適用於包括如下裝置之在半導體或顯示系統領域中使用
的設備：一保管盒，用於裝載檢測物件體；一物件體固定裝置，包括用於固定該檢測物
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件體的一固定單元；以及一移送機器人，用於向該固定單元移送該保管盒中的該檢測物

件體，其特徵在於，包括：一模型本體，大小與該檢測物件體的大小相同；一狹縫影像

測量部件，配置於在該保管盒的狹縫內的該模型本體的上端，以在該模型本體被保管在

該保管盒的狀態下，能夠識別或拍攝以能夠測量配置於該模型本體上端的該保管盒的狹

縫與該模型本體之間的間隔；以及一中央處理部件，能夠向預先準備的一影像處理電腦

傳送由該狹縫影像測量部件測量的資訊。

6.　根據申請專利範圍第 5項所述的移送位置測量用試驗模型，其中，該狹縫影像測量部件
包括能夠分別識別配置於該模型本體的兩側上端的一側狹縫和另一側狹縫的一側狹縫攝

影頭和另一側狹縫攝影頭，在該一側狹縫攝影頭和該另一側狹縫攝影頭中預先設定有該

一側狹縫和該另一側狹縫的識別範圍或拍攝範圍。

7.　根據申請專利範圍第 1項或第 5項所述的移送位置測量用試驗模型，其中，該移送位置
測量用試驗模型包括：一檢測部件，該檢測部件能夠測量該移送位置測量用試驗模型的

周邊環境的變化與該移送位置測量用試驗模型自身的傾斜度。

8.　一種移送位置測量用試驗模型，適用於包括如下裝置之在半導體或顯示系統領域中使用
的設備：一保管盒，用於裝載一檢測物件體；一物件體固定裝置，包括用於固定該檢測

物件體的一固定單元；以及一移送機器人，用於向該固定單元移送該保管盒中的該檢測

物件體，其特徵在於，包括：一模型本體，大小與該檢測物件體的大小相同；一針孔影

像測量部件，能夠識別或拍攝形成於該固定單元的多個引導針孔；一狹縫影像測量部

件，配置於在該保管盒的狹縫內的該模型本體的上端，以在該模型本體被保管在該保管

盒的狀態下，能夠識別或拍攝以能夠測量配置於該模型本體上端的該保管盒的狹縫與該

模型本體之間的間隔；以及一中央處理部件，能夠向預先準備的一影像處理電腦傳送由

該針孔影像測量部件或該狹縫影像測量部件測量的資訊。

9.　一種利用移送位置測量用試驗模型的精密移送位置測量方法，該移送位置測量用試驗模
型適用於包括如下裝置之在半導體或顯示系統領域中使用的設備：一保管盒，用於裝載

一檢測物件體；一物件體固定裝置，包括用於固定該檢測物件體的一固定單元；以及一

移送機器人，用於向該固定單元移送該保管盒中的該檢測物件體，該移送位置測量用試

驗模型包括：一模型本體，大小與該檢測物件體的大小相同；一針孔影像測量部件，能

夠識別或拍攝形成於該固定單元的多個引導針孔；一狹縫影像測量部件，配置於在該保

管盒的狹縫內的該模型本體的上端，以在該模型本體被保管在該保管盒的狀態下，能夠

識別或拍攝以能夠測量配置於該模型本體上端的該保管盒的狹縫與該模型本體之間的間

隔；以及一中央處理部件，能夠向預先準備的一影像處理電腦傳送由該針孔影像測量部

件或該狹縫影像測量部件測量的資訊，該利用移送位置測量用試驗模型的精密移送位置

測量方法的特徵在於，包括：步驟(1)，將保管在該保管盒的該移送位置測量用試驗模型
放置於該移送機器人；步驟(2)，在該步驟(1)中的該移送機器人向該固定單元的上端部移
送該移送位置測量用試驗模型；步驟(3)，針對該步驟(2)中的向該固定單元的上端部移送
的該移送位置測量用試驗模型，該針孔影像測量部件識別或拍攝該固定單元的該引導針

孔；步驟(4)，向該中央處理部件傳送在該步驟(3)中識別或拍攝的影像；步驟(5)，向該影
像處理電腦傳送在該步驟(4)中向該中央處理部件傳送的該影像；以及步驟(6)，根據在該
步驟(5)中向該影像處理電腦傳送的該影像判斷該移送位置測量用試驗模型是否能夠放置
於該固定單元的預先指定的位置，可掌握該移送位置測量用試驗模型的中心是否與該引

導針孔的中心準確地對齊。

10.   根據申請專利範圍第 9項所述的利用移送位置測量用試驗模型的精密移送位置測量方
法，其中，包括：步驟(a)，該移送機器人舉起保管在該保管盒的該移送位置測量用試驗
模型；步驟(b)，該狹縫影像測量部件識別或拍攝在該步驟(a)中被舉起的該移送位置測量

(2)

- 7459 -



用試驗模型的該模型本體和該模型本體上端的該狹縫；步驟(c)，向該中央處理部件傳送
在該步驟(b)中識別或拍攝的影像；步驟(d)，向該影像處理電腦傳送在步驟(c)中向該中央
處理部件傳送的該影像；以及步驟(e)，能夠通過在該步驟(d)中向該影像處理電腦傳送的
該影像計算該模型本體與該狹縫之間的間隔並測量該模型本體的位置，從而能夠準確地

測量能夠利用該移送機器人來安全地向該保管盒的外側取出或者向內部放入該保管盒中

的該移送位置測量用試驗模型的位置。

圖式簡單說明

圖 1為簡要顯示準備使用本發明第一實施例之移送位置測量用試驗模型的移送機器人及
處理腔室的環境的立體圖；圖 2為從上方觀看本發明第一實施例之移送位置測量用試驗模型
的示意圖；圖 3為在正面觀察本發明第一實施例之移送位置測量用試驗模型的俯視圖；圖 4
為從上方觀看本發明第一實施例之處理腔室內部的示意圖；圖 5為簡要顯示本發明第一實施
例之針孔影像測量部件識別引導針孔並且為移送位置測量用試驗模型的中心與形成於固定單

元的該引導針孔的中心不相同的狀態的示意圖；圖 6為簡要顯示本發明第一實施例之針孔影
像測量部件識別引導針孔且為移送位置測量用試驗模型的中心與形成於固定單元的該引導針

孔的中心不相同的狀態的示意圖；圖 7為簡要顯示本發明第一實施例之移送位置測量用試驗
模型在適當位置識別引導針孔的狀態的示意圖；圖 8為簡要顯示本發明第一實施例的狹縫影
像測量部件識別一側狹縫和另一側狹縫的狀態的示意圖；圖 9為利用本發明第一實施例之移
送機器人將保管盒的移送位置測量用試驗模型安全地向保管盒外側引出或者向內部放入的位

置準確確認的方法的流程圖；圖 10為測量通過本發明第一實施例之移送機器人向固定單元移
送的移送位置測量用試驗模型的中心是否與形成於固定單元的該引導針孔的中心準確地相同

的夾具位置的方法的流程圖；圖 11為本發明第一實施例之圖 8的 A部分的放大圖；圖 12為
從正面觀看形成有本發明第二實施例之污染檢測用攝影頭的移送位置測量用試驗模型的俯視

圖；圖 13為本發明第三實施例之針孔拍攝用影像感測器與固定單元相接觸的狀態的放大圖；
圖 14為本發明第四實施例之螢幕部件與固定單元相接觸的狀態的放大圖；以及圖 15為從上
方觀察包括本發明第五實施例之前方攝影頭部件的移送位置測量用試驗模型的圖。
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